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(57)摘要

本发明提供的一种电路板元件焊接用模具，

包括底座，所述的底座承载整个模具；所述的底

座上设置有磁性钢片，所述的磁性钢片位于所述

的底座的上方，位置与待焊接电路板相对应。本

发明提供的一种电路板元件焊接用模具，通过磁

性钢片上的定位凸台限制电路板上的电子元件

位置，利用定位孔和装配孔定位电路板，通过压

块限制磁性钢片的位置，然后放置在熔焊设备

上，利用设备的压紧柱下压至压槽内对电子元件

进行压紧熔焊，实现快速焊接的操作，一旦产品

规格发生改变，只需要改变磁性钢片的形制规

格，从而大大节约了设备成本，同时避免的小规

模批量生产的成本浪费。
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1.一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，包括底座，所述的底座承载整个模具；所

述的底座上设置有磁性钢片，所述的磁性钢片位于所述的底座的上方，位置与待焊接电路

板相对应；

所述的磁性钢片上设置有定位凸台，所述的定位凸台位于所述的磁性钢片的表面，与

所述的磁性钢片固定连接，沿所述的磁性钢片表面向下延伸，对应电路板上的焊接元件。

2.根据权利要求1所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的底座采用黑

电木制成。

3.根据权利要求1所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的底座上设置

有定位孔，所述的定位孔深入所述的底座，与待焊接的电路板上的装配孔，定位待焊接的电

路板。

4.根据权利要求3所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的定位孔设置

有多个，对称分布在所述的底座上。

5.根据权利要求1所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的磁性钢片上

设置有装配孔，位置与所述的底座或者待焊接的电路板相对应。

6.根据权利要求1所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的底座上还设

置有压块，位于所述的磁性钢片的侧边上，用于安装压紧所述的磁性钢片。

7.根据权利要求6所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的压块设置不

少于两个，对角分布在所述的磁性钢片的两侧。

8.根据权利要求1所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的磁性钢片上

还设置有压槽，所述的压槽对应焊接设备的压紧柱，分布在所述的磁性钢片的上表面。

9.根据权利要求8所述的一种电路板元件焊接用模具，其特征在于，所述的压槽设置有

多个，均匀分布在所述的磁性钢片的上表面。
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一种电路板元件焊接用模具

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电路板元件焊接用模具。

背景技术

[0002] 电路板作为电子产品的基础零件被广泛采用，为了满足高效高品质的生产，很多

企业都会采用印刷方式进行加工，但是电路板上的电子元件就无法实现自动化焊接，现如

今的流水线设备通过自动化多轴自动机械手来实现电路板上的元件焊接，虽然效率得到了

提高，但是对于小批量固定元件的电路板就会因其成本过高而无法普及，只能通过人工进

行焊接，如此又增加了生产成本，也不适应现有的生产设备。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于：提供一种电路板元件焊接用模具，旨在利用模

具将规格复杂但是数量不多的电路板进行集中焊接，采用熔焊方式进行快速定位焊接，从

而降低设备成本和人工成本。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明的技术方案是：一种电路板元件焊接用模具，包括底

座，所述的底座承载整个模具；所述的底座上设置有磁性钢片，所述的磁性钢片位于所述的

底座的上方，位置与待焊接电路板相对应；

[0005] 所述的磁性钢片上设置有定位凸台，所述的定位凸台位于所述的磁性钢片的表

面，与所述的磁性钢片固定连接，沿所述的磁性钢片表面向下延伸，对应电路板上的焊接元

件。

[0006] 进一步的，所述的底座采用黑电木制成。

[0007] 进一步的，所述的底座上设置有定位孔，所述的定位孔深入所述的底座，与待焊接

的电路板上的装配孔，定位待焊接的电路板。

[0008] 进一步的，所述的定位孔设置有多个，对称分布在所述的底座上。

[0009] 进一步的，所述的磁性钢片上设置有装配孔，位置与所述的底座或者待焊接的电

路板相对应。

[0010] 进一步的，所述的底座上还设置有压块，位于所述的磁性钢片的侧边上，用于安装

压紧所述的磁性钢片。

[0011] 进一步的，所述的压块设置不少于两个，对角分布在所述的磁性钢片的两侧。

[0012] 进一步的，所述的磁性钢片上还设置有压槽，所述的压槽对应焊接设备的压紧柱，

分布在所述的磁性钢片的上表面。

[0013] 进一步的，所述的压槽设置有多个，均匀分布在所述的磁性钢片的上表面。

[0014] 与现有技术相比，本发明提供的一种电路板元件焊接用模具，通过磁性钢片上的

定位凸台限制电路板上的电子元件位置，利用定位孔和装配孔定位电路板，通过压块限制

磁性钢片的位置，然后放置在熔焊设备上，利用设备的压紧柱下压至压槽内对电子元件进

行压紧熔焊，实现快速焊接的操作，一旦产品规格发生改变，只需要改变磁性钢片的形制规
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格，从而大大节约了设备成本，同时避免的小规模批量生产的成本浪费。

附图说明

[0015] 图1示出本发明的装配的俯视图。

[0016] 图2示出本发明的底座的俯视图

[0017] 图3示出本发明的磁性钢片的仰视图。

[0018] 图4示出本发明的装配的仰视图。

[0019] 其中：1.底座、2.磁性钢片、3.定位凸台、4.定位孔、5.装配孔、6.压块、7.  压槽。

具体实施方式

[0020] 如图所示，一种电路板元件焊接用模具，包括底座1，所述的底座1承载整个模具；

所述的底座1上设置有磁性钢片2，所述的磁性钢片2位于所述的底座  1的上方，位置与待焊

接电路板相对应；

[0021] 所述的磁性钢片2上设置有定位凸台3，所述的定位凸台3位于所述的磁性钢片2的

表面，与所述的磁性钢片2固定连接，沿所述的磁性钢片2表面向下延伸，对应电路板上的焊

接元件。

[0022] 进一步的，所述的底座1采用黑电木制成。

[0023] 进一步的，所述的底座1上设置有定位孔4，所述的定位孔4深入所述的底座1，与待

焊接的电路板上的装配孔5，定位待焊接的电路板。

[0024] 进一步的，所述的定位孔4设置有多个，对称分布在所述的底座1上。

[0025] 进一步的，所述的磁性钢片2上设置有装配孔5，位置与所述的底座1或者待焊接的

电路板相对应。

[0026] 进一步的，所述的底座1上还设置有压块6，位于所述的磁性钢片2的侧边上，用于

安装压紧所述的磁性钢片2。

[0027] 进一步的，所述的压块6设置不少于两个，对角分布在所述的磁性钢片2 的两侧。

[0028] 进一步的，所述的磁性钢片2上还设置有压槽7，所述的压槽7对应焊接设备的压紧

柱，分布在所述的磁性钢片2的上表面。

[0029] 进一步的，所述的压槽7设置有多个，均匀分布在所述的磁性钢片2的上表面。

[0030] 最后需要说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制性技术方

案，本领域的普通技术人员应当理解，那些对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而

不脱离本技术方案的宗旨和范围，均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
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图1
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图2

图3
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图4
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